Załącznik nr 1

Wymagania i parametry techniczne urządzenia do montażu  wire bonder.

	Lp.
	Nazwa parametru
	Wymaganie
	Kolumna do wypełnienia przez oferenta  *

	1
	2
	3
	4

	1.
	Typ urządzenia
	
	podać

	2.
	Rok produkcji
	2011
	potwierdzić

	3.
	Kraj producenta urządzenia
	
	podać

	4.
	Producent urządzenia
	
	podać

	5.
	Urządzenie 
	Fabrycznie nowe, nie używane w jakimkolwiek laboratorium oraz nie pokazywane na konferencjach i imprezach targowych.
	potwierdzić

	6.
	Wymagania ogólne
	Urządzenie przeznaczone jest do programowalnego, kontrolowanego i powtarzalnego wykonywania połączeń drutowych pomiędzy  przyrządami półprzewodnikowymi, ceramicznymi i metalowymi elementami obudów itp. 

Urządzenie powinno dać się postawić na stole laboratoryjnym.
	potwierdzić

	7. 
	Rodzaje procesów
	1. Wykonywanie połączeń drutowych

· Metody: ultrakompresja i termokompresja

· Połączenia typu: kulka-klin, klin-klin, kulka-klin ze wzmocnieniem.

· Dołączanie kulek, dołączanie kulek z odcinkiem drutu, wykonywanie połączeń klinowych taśmą do 25x250µm, wykonywanie połączeń klinowych w głębokich wnękach.

2. Programowalne, niszczące i nie niszczące pomiary wytrzymałości połączeń (metody: zrywanie i ścinanie), rejestracja wyników
	potwierdzić

	8.
	Parametry urządzenia 
	Urządzenie pozwala wykonywać ręcznie, półautomatyczne i automatycznie połączenia zarówno  kulkowo oraz klinowo
	potwierdzić

	
	
	Z przesuwem w osiach X,Y,Z, sterowanym komputerowo, minimalny zakres ruchu X-Y: 100x100 mm
	potwierdzić

	
	
	Wyposażone w monitor LCD min. 17cali do podglądu pola roboczego podczas pracy.
	potwierdzić

	
	
	Zakres ruchu w osi Z, min.  60 mm
	potwierdzić

	
	
	Rozdzielczość przesuwu w osiach X, Y  lepsza niż 0,3μm.
	potwierdzić i podać

	
	
	Powtarzalność przesuwu w osiach X, Y  lepsza niż 3μm.
	potwierdzić i podać

	
	
	Programowana prędkość ruchu w osiach X, Y
	potwierdzić i podać

	9.
	Głowica do wykonywania połączeń kulkowych ball bond
	Wykonywanie połączeń drutami o średnicy z zakresu co najmniej 17,5μm – 50μm.  
	potwierdzić i podać

	
	
	Oświetlenie pola roboczego głowicy,
	potwierdzić i podać rodzaj

	
	
	Kamera CCD zapewniająca podgląd podczas pracy.
	potwierdzić

	
	
	Wyposażona w zestawy narzędzi (kapilary) i drutów Au dla średnic 25 oraz 38 µm do połączeń i do dołączania kulek (2 zestawy)
	potwierdzić  i podać

	10.
	Głowica do wykonywania połączeń klinowych wedge bond
	Wykonywanie połączeń drutami o średnicy z zakresu co najmniej 18μm – 75μm i taśmą  do 25 x 250 µm, w głębokich wnękach
	potwierdzić i podać

	
	
	Oświetlenie pola roboczego głowicy,
	potwierdzić i podać rodzaj

	
	
	Kamera CCD zapewniająca podgląd podczas pracy.
	potwierdzić

	
	
	Wyposażona w zestawy narzędzi (sonotrod) i drutów Au i Al dla średnic 25 oraz 38 µm do połączeń klinowych oraz w zestaw narzędzi i materiałów do połączeń taśmą złotą - wymiar taśmy 20 x 125 µm. ( 5 zestawów łącznie )
	potwierdzić i podać

	11.
	Głowica do zrywania połączeń
	Zakres pomiaru min.1 N, rozdzielczość min. 6μN, dokładność co najmniej +/- 2,5 mN, programowana szybkość zrywania
	potwierdzić i podać

	
	
	Wyposażona w zestaw narzędzi do zrywania  połączeń taśmą i drutem
	potwierdzić

	12.
	Głowica do ścinania połączeń
	Zakres pomiaru min. 5 N, rozdzielczość co najmniej 30 μN, dokładność: min. +/- 2,5mN, programowana szybkość zrywania
	potwierdzić i podać

	
	
	Wyposażona w zestaw narzędzi do ścinania  połączeń kulkowych
	potwierdzić

	13.
	Oświetlenie stolika regulowane
	Zapewnione. 
	potwierdzić

	14.
	Podgrzewany stolik dla podłoży i obudów, z mechanicznym i próżniowym mocowaniem
	Co najmniej dla podłoży 4’’x4’’.
	potwierdzić

	
	
	Regulacja temperatury co najmniej do 2000C.
	potwierdzić 

	
	
	Cyfrowy kontroler temperatury stolika, rozdzielczość 10C. 
	potwierdzić

	14a
	Opcja
	Mocowanie obudów TO5,TO8,TO18
	potwierdzić i podać

	15.
	Generator ultradźwięków PLL
	Zapewnione.
	potwierdzić

	16.
	Automatyczna kontrola i pomiar deformacji połączeń 
	Zapewnione.
	potwierdzić

	17.
	Projektowanie  kształtu połączenia (pętli) drutowego
	Zapewnione.
	potwierdzić

	18.
	Kontrola optyczna (mikroskop) podczas pracy


	Zapewnione.
	potwierdzić

	19.
	Oprogramowanie do rozpoznawania obrazu
	Wspomagające automatyzację procesu wykonywania połączeń 
	potwierdzić i podać

	20.
	Sposób sterowania 
	Sterowanie komputerowe z dedykowanym oprogramowaniem opartym na systemie Windows, (XP Pro lub 7 Pro) , gniazdo USB
	potwierdzić

	21.
	Dwuetapowy test akceptacyjny:

a) Wstępny test akceptacyjny w siedzibie Wykonawcy

b) Końcowy test akceptacyjny po instalacji i uruchomieniu urządzenia w siedzibie Zamawiającego 
	Wykonanie testów na standardowych podłożach stosowanych przez wykonawcę urządzenia. 

Wykonanie połączeń drutowych aluminiowych oraz złotych typu ball bond oraz wedge bond pomiędzy:

- obudową a przyrządami półprzewodnikowymi (czujniki, detektory). 

- przyrządami półprzewodnikowymi

- obudowami i polami montażowymi

Sprawdzenie automatycznej kontroli i pomiaru deformacji połączeń.

Sprawdzenie możliwości modelowania kształtu połączeń drutowych. 

Wykonywanie co najmniej 10 połączeń drutowych w każdym z wymienionych wyżej przypadków.

(struktury testowe zapewnia zamawiający)
	potwierdzić

	22.
	Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
	 Maksymalnie do 5 tygodni od daty podpisania umowy
	potwierdzić i podać

	23.
	Szkolenie trzech osób w siedzibie Zamawiającego 
	Zapewnione.
	potwierdzić

	24.
	Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna  w języku polskim lub angielskim
	Zapewnione.
	potwierdzić i  podać

	25.
	Dostępność części zamiennych - 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	Zapewnione.
	potwierdzić

	26.
	Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	Zapewnione.
	potwierdzić

	27.
	Zapewnienie wsparcia technicznego w okresie 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru
	Zapewnione.
	potwierdzić

	28.
	Okres gwarancji - minimalnie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru
	Zapewnione.
	podać


* Nieprecyzyjne i niedokładne wypełnienie kolumny Nr 4 tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty.
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